










































专利名称(译) 超声探头及其制造方法

公开(公告)号 US10413275 公开(公告)日 2019-09-17
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KIM YOUNGIL
SONG JONG KEUN
CHOI MINSEOG
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CHOI, MINSEOG

IPC分类号 A61B8/00 G01S7/52 B06B1/02 G01S15/89 A61B8/14 A61B8/08
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优先权 1020140077814 2014-06-25 KR

其他公开文献 US20150374336A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明公开了一种超声探头，包括：换能器阵列，被配置为产生超声波;
集成电路，通过使用粘合构件设置在换能器阵列的后表面上;印刷电路
板，连接到集成电路并且被配置为输出信号到所述集成电路和垫桥通过
使用所述粘合构件设置在所述印刷电路板和所述集成电路的前表面上，
并且被配置为将所述印刷电路板与所述集成电路电连接。可以在不减小
换能器阵列的尺寸的情况下减小超声探头的接触人体的区域的面积，并
且可以通过使用粘合构件将集成电路和印刷电路板一体地连接。
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